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ALU - Laminat z aluminiowym rdzeniem, do ktérego przyklejone sg warstwy dielektryka i miedzi.
Laminaty z rdzeniem aluminiowym charakteryzuja sie wysoka przewodnoscia cieplna.

AOI - AOI (Automated Optical Inspection) — automatyczne optyczne testowanie obwodéw. Urzadzenie
poréwnuje testowang ptytke ze wzorem, ktérym moze by¢ zmontowany i sprawdzony pod wzgledem
jakosci wczesniej uktad lub model wygenerowany na bazie plikow Gerber projektu, z ktérych te
obwody wyprodukowano.

BOM - BOM (Bill of Materials) to wykaz elementéw wykorzystanych w projekcie montazowym.
Powinien zawiera¢ m.in. informacje o desygnatorach, cechach elementu, rodzaju montazu, ilosci
i producencie.

CEM1/CEMS3 - Epoksydowy materiat kompozytowy (Composite Epoxy Material). Zazwyczaj wykonany
z kilku warstw tkanin szklanych, wtékniny szklanej oraz papieru potgczonych zywica epoksydowa.
CEM-1 najtanszy materiat o obnizonej palnosci z pokryciem na bazie laminatu papierowego z jedna
warstwa tkaniny szklanej. CEM-3 jest bardzo podobny do najczesciej uzywanych materiatow do druku
PCB FR4. Ma biaty kolor i zmniejszong palnos¢.

CTI - CTI (Comparative Tracking Index) to wskaznik odpornosci na przebicia pomiedzy sciezkami
w Srodowisku wilgotnym.

Cynowanie - Pokrycie miedzianych sciezek warstwa cyny. Mozliwe metody cynowana to HAL oraz cyna
immersyjna.

Desygnator - Oznaczenie elementu montowanego na ptytce obwodu drukowanego PCB.

ESD - Symbolem ESD (ElectroStatic Discharge) oznacza sie wszelkie urzadzenia, ktére moga by¢
uszkodzone przez tadunki elektrostatyczne powstate w urzadzeniach, ludziach, narzedziach i innych
izolatorach lub pétprzewodnikach. Czesto skrotem ESD okresla sie ochrone uktadéw przed
wytadowaniami elektrostatycznymi. Podczas transportu uktadéw ESD uzywa sie piany, lub specjalnych
workéw. Podczas montazu stosuje sie uziemione maty lub uziemione narzedzia by nie uszkodzi¢
elementow.

FR4 - Skrét FR pochodzi od Fire Retardant. Jest to laminat wykonany z wtékna szklanego z zywica
epoksydowa. Jest to najczesciej uzywany materiat do ptytek drukowanych.

Fala lutownicza - Technika ta polega na przesuwaniu obwodu drukowanego, po wtozeniu na miejsca
wszystkich przewidzianych do lutowania elementéw, tuz nad powierzchnig ciektego lutu.

Fiducial - Dodatkowy pad pomagajacy wyznaczy¢ pozycje ptytki w maszynach uktadajacych elementy
na ptytce.

Frezowanie - Frezowa¢ mozna niemal kazdy ksztatt ptytek: okragte lub zawierajace wciecia na
krawedzi. W procesie dopuszczalna jest takze szeroka gama grubosci laminatow.

Inspekcja rentgenowska - Inspekgcji rentgenowskiej uzywana jest do sprawdzenia jakosci montazy
elementoéw, ktérych wyprowadzenia znajduje sie pod spodem elementéw i nie ma mozliwosci kontroli
optycznej.

Lakier OSP - OSP (Organic Solderability Preservatives) to grupa organicznych powtok
wykonczeniowych nanoszonych bezposrednio na miedz padéw lutowniczych, zapewniajacych ochrone
miedzianej powierzchni przed korozjg w procesie przechowywania i lutowania.
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Marginesy technologiczne - Odstepy od obwodu do krawedzi panelu stuzgce na przyktad do montazu
w maszynach i umieszczenia na nim fiduciali.

Maska zdzieralna - Maski tymczasowe wykorzystuje sie najczesciej do dodatkowej ostony okreslonych
grupy otworéw lub ztaczy krawedziowych przed lutowaniem podczas montazu.

Panel - Kilka obwodéw drukowanych na jednej ptytce laminatu. Poszczegélne obwody zostaja
rozdzielone na koricowych etapach produkgji.

Parametr Tg - Parametr Tg okresla temperature graniczng przejscia laminatu ze stan twardego w stan
miekki (temperatura zeszklenia), co skutkuje pogorszeniem jego wtasciwosci mechanicznych. Laminat
staje sie wrazliwy na obcigzenia mechaniczne w wyniku czego mogg powstac takie wad jak
delaminacja, trwate odksztatcenie, czy obnizenie przyczepnosci miedzi.

Pasta lutownicza - Mieszanina topnika i matych czastek lutu.
Paste mask - Szablon do naktadania pasty lutownicze;j.

Pick and Place - Maszyna uktadajgca elementy montowane powierzchniowo na ptytke PCB. Wazne jest
zaréwno miejsce jak i rotacja elementu.

Pliki GERBER - Pliki projektu PCB, na ktérych zapisane sg pojedyncze warstwy ptytki i plik z owiertem,
osobno metalizowanym i niemetalizowanym. Stosowane standardy to: RS-274X, RS-274D. Inne
formaty to: ODB++, Eagle BRD, Mania-Barco DPF, GraphiCode GWK.

Polaryzacja - Informacja o kierunku utozenia elementu zdwoma wyprowadzeniami.

Prepreg - Potprodukt laminatu w postaci kompozytowych wtdkien nasaczonych zywica. Jego
zasadniczym zadaniem jest zapewnienie trwatosci sklejenia ze sobg poszczegélnych warstw obwodu
wielowarstwowego w procesie prasowania.

Profil lutowniczy - Informacja o czasie i temperaturze na poszczegélnych etapach lutowania
rozptywowego. Okreslany jest na podstawie parametréw pasty lutowniczej, wytrzymatosci termicznej
elementéw i rodzaju laminatu. Dobrze dobrany wptywa na efektywnos$¢ procesu lutowania.

Przelotki zagrzebane - t3cz3 ze sobg wewnetrzne warstwy miedzi, nie s3 widoczne na powierzchni
ptytki.

Przelotki Slepe - t3cza zewnetrzna warstwe miedzi z wewnetrzng, ale nie przechodza na wylot,
widoczne s tylko z jednej strony ptytki.

Przelotki/otwory metalizowane - Otwory pokryte od wewngatrz miedzig taczace ze sobg $ciezki na
poszczegodlnych warstwach.

Ptytka drukowana PCB - Ptytka z materiatu izolacyjnego z potgczeniami elektrycznymi (Sciezkami)
i punktami lutowniczymi zwanymi padami. Przeznaczona do montazu podzespotéw elektronicznych.
PCB to skrét od ang. Printed Circuit Board Inne uzywane nazwy to obwdéd drukowany, ptytka PCB.

Reflow soldering - Lutowanie rozptywowe. Proces, w ktérym elementy sg najpierw uktadane na ptytce
posmarowanej pastg lutownicza. Potem ptytki s3 podgrzewane stopniowo w specjalnym piecu gdzie
nastepuje aktywacja topnika, a nastepnie lutowanie.
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SMT - SMT (Surface Mount Technology), czyli montaz powierzchniowy, to sposéb montowania
podzespotéw elektronicznych na ptytce PCB. Elementy przeznaczone do montazu SMT s3 lutowane do
powierzchni ptytki.

SPI - SPI (Solder Paste Inspection) to nspekcja pasty lutowniczej.

Schemat montazowy - Ilustracja przedstawiajaca ptytke PCB z zaznaczonymi elementami
montowanymi z oznaczeniami oraz wskazéwkami dotyczacymi montazu.

Soldermaska - Warstwa farby naktadanej na powierzchnie ptytki w celu zabezpieczenia miedzianych
Sciezek przed dziataniem negatywnych czynnikéw zewnetrznych, zapobiegania zwierania padéw
lutowniczych cyna, zredukowania przebi¢ elektrycznych miedzy $ciezkami.

Spoiwo lutownicze - Stopy metali wykorzystywane podczas lutowania. Najczesciej stopy cyny.
Stackup - Opis kolejnosci warstw obwodéw drukowanych.

THT - THT (Through-Hole Technology) - montaz przewlekany. Sposéb montazu elementéw
elektronicznych, w ktérym wyprowadzenia elementéw przewlekane sg przez otwory w ptytce.

Test ICT - Test ICT ((In-Circuit Test) polega na sprawdzeniu wartosci poszczegélnych elementéw na
przyktad rezystoréw, kondensatoréw i poréwnaniu zmierzonych wartosci z wzorcowymi.

Test elektryczny - Test sprawdzajacy czy miedzy poszczegdlnymi $ciezkami obwodu drukowanego
wystepuje przewodzenie.

Testy FCT - Test FCT (Function Test) to sprawdzenie funkcjonalnosci gotowego obwodu.
Topnik - Substancja utatwiajaca lutowanie poprzez chemiczne oczyszczanie taczonych metali.

V-cut (rycowanie) - Nacinanie ptytki w liniach prostych. W miejscach nacie¢ mozna tatwo oddzieli¢
poszczegolne ptytki. Przy skomplikowanych ksztattach stosuje sie frezowanie.

Ztocenie - Pokrycie galwaniczne lub chemiczne. Ztocone styki i Sciezki s3 odporne na korozje. Ztoto
nanoszone galwanicznie ma wieksza wytrzymatos¢ mechaniczna od ztota nanoszonego chemicznie.
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